
存储芯片：国内企业寻求突破
本报记者 顾鸿儒

存储控制芯片产业存在马太定律，即
越领先越快支持新介质，越容易获得市场；
NFL 定律，即问题分散，主控公司容易在
局部领先，很难全面超越。

存储控制芯片发展是一场耐力赛，没
有弯道超车的机会，因为发展路线清晰。
在存储控制芯片领域选择跟随这种策略是

一个很务实的选择，因为其产业已经基本
完成了整合。跟随的意思是存量替代，减
少了市场风险，但是注定艰难。实现引领
的快慢与对生态系统整体成熟依赖度正相
关。实现引领快的领域，是非技术因素更
可发挥作用的领域；实现慢的，往往是非技
术因素难以主导的领域。

􀳊专家观点

中国要实行创新驱动的发展战略，必
须要有芯片的支撑。存储器市场巨大，中
国是存储器的消费大国，但是目前中国的
闪存基本依赖于进口。因此，存储器是中
国必须发展的领域。全球DRAM和闪存
有垄断化现象，三星、美光等占据了95%的

DRAM 市场份额。中国的存储产业刚刚
起步，未来还需要投入很多力量。

存储产业的发展商业模式创新和技术
创新缺一不可。半导体是全球化的产业，一
定要在国际合作共赢的模式下发展。同时，
企业要关注共性技术和原创技术的开发。

中国科学院院士刘明：

发展存储产业模式和创新缺一不可

紫光集团联席总裁刁石京：

在创新环境和模式下打造存储生态

闪存是半导体技术发展最快的领域之
一。现阶段，每平方毫米存储密度已经超
过8GB。这是非常喜人的成就，也为未来
发展创造了新的空间。3D NAND继续往
上堆叠的技术空间仍然很大，这开辟了非
常广阔的新技术空间。存储产业的进步，
给信息技术的发展提供了新的动力。5G、
AI、云计算、大数据对存储提出了更高的要

求。以AI深度学习为例，云计算大数据的
发展受到CPU与存储器数据交换的带宽限
制，大量的数据交换对系统延迟提出更高
要求，需要探索新的技术，打破原有瓶颈。

人类对数据存储要求是无止境的。市
场的需求一定会反应到底层技术，也给我
们带来新的机会。在这种创新环境和模式
下，更需要我们打造存储生态。

得一微电子总经理吴大畏：

发展存储控制芯片是一场耐力赛

NAND闪存厂商技术量产进程

2019年，全球半导体产业进入下行区间，
市场需求波动大，走势下滑，或将出现2008年
以来第一次超过两位数的负增长，各大分析
机构纷纷调低2019 年半导体存储器产业预
估。作为全球半导体产业的重要一环，中国
半导体产业增速也出现下降；但另一方面，受
全球电子信息产业供应链调整的影响，中国
半导体产业又获得了难得的发展机遇。

中国是全球最大的电子信息产品制造基
地，PC和手机产量均居全球首位。这两种产
品也是目前消耗存储器最多的主流产品。中
国互联网企业在建设数据中心上态度非常积
极，建设了世界级的数据中心，这些都将为存
储企业打开应用市场。

根据IC insight的预测，未来几年中半导
体领域增速最快的细分领域是存储芯片，
DRAM 和 NAND 增速达到 7.8%，比半导体
整体市场高1个百分点。新势能或将带动存
储器产业谷底回升。伴随着云计算、大数据、
物联网、人工智能等新兴技术的快速发展和
传统产业的数字化转型，数据量呈现几何级
增长，根据相关的预测，预计到2025年存储
总量要达到175ZB。

在应用端，用户减小了对笔记本电脑换
新机的需求，未来在笔记本电脑端的存储器
空间或呈现负数增长。另一方面，存储器市
场出现两个应用增长点：一是服务器。据集
邦咨询数据，2020 年服务器增长 3.8%，主要
带动作用来自人工智能、物联网和大数据技
术，应用逐渐向云端迁移，进一步催生服务器
对存储芯片的需求。二是5G应用。2020年
5G网络商用即将快速推进，5G网络智能手
机将逐渐成为市场主流。2019 年 6 月 6 日，
工业和信息化部发布了 5G 网络商用牌照，
经过2019年半年的部署，5G网络商用将在
2020年迈出重要一步。与此同时，5G网络
的大带宽、低时延、广链接的特性对存储提
出了更大容量、更加稳定、更快响应的新要
求。作为全球最大的智能手机市场，中国将
成为智能手机存储器的龙头市场，为存储器
企业提供发展机遇。

2019 年，紫光集团宣布组建紫光集团
DRAM 事业群，正式进军 DRAM 领域。长

江存储量产 64 层 256Gb TLC 3D NAND
闪存。长鑫存储 DRAM 内存芯片宣布投
产，其与国际主流DRAM产品同步的10纳
米级第一代8Gb DDR4首度亮相。

在全球存储器市场上，中国存储器厂
商几乎都是“新进者”，取得成绩十分不
易。中国存储产业仍需要持续加强技术
研发，推动存储产业水平提升。在存储芯
片、软件定义存储、超融合、数据保护等存

储领域，积极创新，不断突破，打造龙头企
业。通过龙头企业，推动我国存储产业技
术水平持续提升。积极推动存储产业的标
准化工作，建立完善的存储标准体系。根
据存储产业的技术发展趋势，以重点技术
领域为支撑，制定完善存储领域的技术标
准体系，参与存储领域国际标准制定工作，
组织企业积极参与国际标准化活动，加强
国际技术合作。
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第三代半导体：市场规模稳步增长
本报记者 诸玲珍

􀳊专家观点

全球第三代半导体材料市场规模及增长率

数据来源：赛迪顾问

全球第三代半导体材料市场规模（亿美元） 增长率

新能源汽车、5G、绿色照明等行业的市场需求迅速增长，为以氮化镓（GaN）和碳化硅（SiC）为代表的第三代半导体
产业带来了前所未有的发展机遇。

第三代半导体突破了硅材料的瓶颈，更适合制作高温、高频、抗辐射及大功率器件，在新能源汽车、新能源发电、轨
道交通、航天航空、国防军工等极端环境应用有着不可替代的优势。

上海华虹宏力半导体制造有限公司执行副总裁孔蔚然：

中国应加快部署第三代半导体产业

大力发展功率半导体制造，掌握核心技术、产品提升以及
进口替代，是我国功率半导体行业未来发展的必然选择。中国
是全球的制造中心且国内应用市场处于飞速发展中，国内的功
率半导体器件市场规模增长速度远超全球水平，维持着两位数
的成长表现。在市场需求依旧旺盛、动荡的全球贸易局势背景
下，正是国内企业进入市场的好时机。从器件种类来看，二极管
市场集中度低且国内厂商的技术及质量已具有竞争力，有望率
先实现全面国产化；中低压MOSFET实现大规模替代，高压
MOSFET取得决定性突破；IGBT则按电压及应用领域逐个突
破；第三代化合物功率半导体大有可为，国内企业应加快部署。

作为电子装置电能转换与电路控制的核心，功率半导体
的应用领域非常广泛，近几年稳健保持着约4%的年复合增长
率，在工业、汽车、无线通信和消费电子等终端应用市场规模
不断增长。随着节能减排要求不断提高，功率半导体的应用
领域已拓展到新能源汽车、智能电网、轨道交通、变频家电等
高端市场，并且高端领域的需求越来越多。

三安集成电路有限公司技术中心技术总监叶念慈：

2020年第三代半导体市场将翻番

纵观近期全球SiC电力电子器件市场，高效率、高能量密
度电源供应和光伏逆变器越来越多地使用SiC电力电子器件。
2018年以来，随着电动汽车特斯拉MODEL3采用650V SiC
MOSFET作为电驱的关键器件，SiC电力电子器件已在电动汽
车应用领域呈现爆发式的增长，并引发全球衬底/器件供应商
的积极扩产。2019年，GaN功率器件国际市场规模中，电源设
备领域占比55%；其次是激光雷达，占比达到26%。2019年GaN
功率器件特别是在个人手机/笔记本适配器市场展现热潮。

展望2020年，第三代半导体功率器件市场需求将呈翻番
增长，各厂商无不扩产乐观应对。针对SiC，科锐、罗姆、英飞
凌都已传出扩产消息。国内则需加速开发SiC MOSFET的
芯片制造技术，并朝着6英寸芯片制造产业链垂直整合的趋
势前进。GaN功率器件在手机快充、笔记本适配器方面继续
提高渗透率，并向数据中心电源领域持续迈进。整体看，第三
代半导体功率芯片产业将向大规模制造、更大尺寸、更低成
本、更高电流密度及专业代工方向发展。

华润微电子常务副董事长陈南翔：

功率半导体产业可信生态正在建立

功率半导体属于电子行业产业链中的通用基础产品。作
为电子系统中的最基本单元，功率半导体的应用十分广泛，几
乎涵盖了所有电子制造业。传统应用领域包括消费电子、网络
通信、工业电机等。随着制造业升级，工业自动化、家居市场变
频化智能化等需求，目前功率率半导体的应用范围已从传统的
工业控制和3C产业（计算机、通信、消费类）扩展到新能源、轨
道交通、智能电网、汽车电子、5G通信等热点应用领域。

我国功率半导体企业与国际一流企业相比，总体装备和
技术能力并不比国外差。但是，功率半导体尤其是高端市场
被国外垄断，主要在于质量与可靠性、客户信任以及市场竞争
环境三个方面还存在问题。目前，中国整机企业已意识到供
应链安全的重要性，半导体企业和整机企业协同互动加强，可
信生态正在建立中，给国内功率半导体企业带来了发展机
会。在行业高成长以及自主可控大趋势下，国内高端功率半
导体发展将迎来历史机遇期。可以预见，2020年功率半导体
产业将呈现增长态势。

赛迪顾问分析师吕芃浩分析说，
GaN 器件的功放效率高、功率密度
大、体积和质量小、主要被应用于军
工电子、通信基站等领域。2019 年
是 5G 的元年，GaN 是实现 5G 的关
键材料，在射频器件领域 GaN 占比
超过 30%，GaN 市场规模约 5.6 亿美
元。移动终端所需要的PA芯片数量
与其支持的频段数正相关，在4G时
代，多模多频手机所需要的PA芯片
一般为 5~7 个，而 5G 时代，支持频
段数量更多，单个移动终端就需要
14~16个PA芯片。随着全球5G推进
提速预期强烈，从基站端到终端射频
需求都有望加速增长，预计 2025 年
在 射 频 器 件 领 域 GaN 占 比 超 过
50%，未来 10 年 GaN 市场将有望超
过30亿美元。

SiC能降低电能转换过程中的能
量损耗、更容易实现小型化、更耐高
温高压，主要作为高功率半导体材料
应用于汽车以及工业电力电子，在大
功率转换应用中具有巨大的优势。吕
芃浩认为，目前，全球SiC产业格局
呈现美国、欧洲、日本三足鼎立态
势。其中美国全球独大，占了全球产
量的 70%~80%。2019 年全球碳化硅
市场规模约5.4亿美元，在2025年有
望达到 30 亿美元。在未来的 5 到 10
年内，SiC器件将大范围地应用于工
业及电动汽车领域，汽车市场的增长
正在重塑SiC市场生态系统，汽车领
域的占比将达到50%。

近年来，我国第三代半导体产业
发展迅速。北京泰科天润半导体总经
理陈彤表示，由于第三代半导体有望
从本质上提高电力传送效率和使用效
率。因此，从各种市场预测看，第三

代半导体产业在未来几年将稳步增
长，这为国内从事第三代半导体制
造的企业和供应商提供了机会，让
他们能够与国外大企业同台竞技。
但是形势严峻，国外企业布局速度
之快，留给国内企业的有利时间已
经不多了。为此，国内第三代半导
体企业应及时抓住市场机遇，积极
应对挑战。

客观来讲，我国第三代半导
体在材料指标、器件性能等方面

与国外先进水平存在一定差距。
如何加速第三代半导体产业化进
程？提高国内产品的市场占有率？
业内专家认为，有两个因素非常重
要：一个是成本，一个是整个产业
生态系统的建设。降低成本的路径
主要有：有效的商业模式、高效的
制造工艺，以及一定的生产规模和
配套的封装测试环节，同时还要不
断提高产品的良率和推出新产品的
频率。而建立完善的生态系统最主

要的就是合作，加强上下游产业链
的合作，实现材料、设备、配套工
艺的定制化，业内企业联手开发第
三代半导体产业。

此外，要想发展好中国的第三代
半导体产业，还必须注意应用牵引。
射频前端是5G的核心，核心元器件
如滤波器、功放等大都基于第三代半
导体。保障我国第三代半导体核心元
器件的供应链安全，实质上就是为我
国5G通信重大战略实施保驾护航。


